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“FILME DE LAMINACAO, ARTIGO E PROCESSO DE TORNAR
SEGURO E/OU DE RASTREAR UM ARTIGO”

A presente invengdo se refere, de acordo com um de seus
aspectos, a um filme de laminag&o e aos artigos que comportam tal filme.

Por «artigo» designa-se qualquer embalagem, dispositivo de
acondicionamento ou de prote¢do ou material em folha, notadamente papel. O
artigo pode ser, por exemplo, um suporte de informagdo, notadamente um
documento, como por exemplo um documento de identidade, um visto, um
meio de pagamento, notadamente uma cédula ou um cheque, um tiquete,
notadamente um tiquete de transporte ou um tiquete de entrada relativo as
manifestagdes de eventos, por exemplo, desportivas ou culturais, ou um
cupom, esta lista ndo sendo limitativa. O artigo pode ser também, por
exemplo, um estojo dobravel, uma caixa montada, de papel ou cartdo, ou uma
embalagem flexivel de plastico. O artigo pode ainda ser um livro.

Por «filme de laminag¢do» designa-se um filme destinado a
recobrir pelo menos parcialmente, ou mesmo inteiramente, pelo menos um
substrato ou estrutura, por exemplo, pelo menos uma folha, pelo menos um
outro filme ou um cartdo ou cobertura de livro ou livreto por exemplo
(passaporte, caderneta de poupanca ou caderneta de saude) ou ainda uma
sobrecapa de livro. O filme de laminagfo, ainda as vezes denominado filme
de complexagem ou plastificagdo, por exemplo, € destinado a ser laminado
com pelo menos uma outra camada.

O filme de laminag¢do pode comportar uma camada de adesivo
e/ou apresentar propriedades termofusiveis.

A aplicagdo do filme sobre a estrutura ou substrato a laminar
pode ser feita por passagem entre rolos, a quente ou a frio, conforme por
exemplo o adesivo seja ativavel a quente ou sensivel a pressio,.

O filme de laminagdo pode servir para proteger dados no caso

de documentos de seguranga.
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O filme de laminagdo pode ser utilizado, dependendo do caso,
para fins estéticos bem como para proporcionar uma prote¢do mecéanica no
caso por exemplo de estojos para as embalagens ou pode ser utilizado para
oferecer uma prote¢do mecanica e quimica no caso de capas de livros ou de
livretos ou sobrecapas de livros, notadamente.

Nos processos de laminagdo a quente, o filme pode ser
concebido desde o inicio com uma camada de adesivo, e o filme com seu

adesivo e o substrato ou a estrutura a laminar sdo laminados entre dois rolos a

quente. Eventualmente, o filme pode ndo comportar adesivo e aderir ao

substrato ou a estrutura por fusdo de matéria.

Nos processos de laminagdo a frio, o filme pode ser revestido
inicialmente de um adesivo e ser laminado sobre o substrato ou a estrutura a
laminar ou ainda pode ser laminado sobre o substrato ou a estrutura com a
ajuda de um adesivo proporcionado sob forma liquida por um sistema de
revestimento, ainda denominado sistema de contra-colagem, o filme e o
substrato ou a estrutura sendo laminados sob pressdo entre dois rolos frios.

E conhecido incorporar em um documento um chip de
radiofreqiiéncia a fim de facilitar sua autenticagdo. O pedido internacional
WO 99/54842 descreve assim a incorporagdo de um chip com polimero
semicondutor em um documento.

A publicagdo «CIRCONFLEX: an Ultra-Thin and Flexible
Technology for RFID Tags», EMPC 2005, June 12-15, Brugge, Belgium,
divulga um processo de fabricagdo de chip de RFID de cerca de 10 pm de
espessura destinado a ser incorporado em papéis notadamente. O pedido EP
1.494.169 Al divulga um chip flexivel.

A empresa Polylc apresenta em seu sitio de Internet um inlay
suporte de um dispositivo RFID, que ¢ impresso. Este inlay € um produto
semiacabado destinado a ser tomado em sanduiche entre um suporte de papel

ou plastico e por exemplo uma camada de adesivo.
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E conhecido, além disso, fixar, notadamente por laminagZo,
sobre papéis ou documentos de seguranca, filmes transparentes a fim de
proteger impressdes, por exemplo das mengdes variaveis, do desgaste e das
tentativas de falsificagdo ap6s impressoes.

E conhecido, também, proteger dos arranhdes substratos para
embalagem por laminagdo com filmes transparentes. Estes filmes
transparentes podem ser também parcialmente metalizados, holograficos,
impressos, pigmentados, difrativos ou lenticulares para trazer um efeito visual
(instrumento publicitario) ou de seguranga (prevengdo da contrafagdo).

A presente invengdo visa notadamente reforgar ainda mais a
seguranca durante a utilizagdo de tais filmes e/ou permitir uma rastreabilidade
e/ou oferecer novas funcionalidades.

O pedido WO 03/100721 divulga um processo de protegdo de
inscrigdes por meio de um filme transparente. Um tal processo €
relativamente complexo de executar e ndo conduz a uma estrutura planar.

A inven¢do tem por objeto um filme de laminagdo que
comporta:

- um filme flexivel pelo menos parcialmente transparente,

- um chip flexivel presente sobre uma face do filme,

- uma camada compensadora de espessura que recobre o filme
pelo menos parcialmente em torno do chip, e melhor em torno de todo o chip.

Por «pelo menos parcialmente transparente», € necessario
compreender que o filme pode comportar pelo menos uma regido ndo
opacificada que nfo altera a leitura de informagdes subjacentes de um artigo
que seré coberto pelo filme de laminagdo. A transparéncia pode ser «visual»,
permitindo a leitura das informagdes sob o filme mas pode se tratar também
de uma transparéncia «por radiagdo de radiofreqiiéncia» para a leitura sem
contato do chip subjacente ao filme.

O termo «chip» designa um dispositivo eletrébnico mais ou
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menos complexo, que pode ser por exemplo um dispositivo RFID e que pode
comportar pelo menos uma memoéria e um processador. O chip pode
eventualmente permitir uma troca de dados sem contato, graca por exemplo a
pelo menos uma antena integrada ou sendo ligado a pelo menos uma antena.
Dependendo do caso, o chip pode comportar uma antena acoplada a uma
outra antena do artigo, de maior dimensé&o.

O chip pode receber e/ou trocar informagdes com pelo menos
um dispositivo eletronico anexo conduzido ou ndo pelo filme de laminagéo,
tal como por exemplo um sensor, notadamente de temperatura, umidade,
pressdo ou luz ou sensivel a uma condigdo externa ou a uma agdo, por
exemplo uma abertura.

O dispositivo eletronico pré-citado pode ainda ser um
dispositivo de exibicdo, por exemplo de cristais liquidos ou
eletroluminescentes, notadamente LED ou OLED ou analogos.

O chip ou o ou os dispositivos eletronicos anexos podem ainda
estar ligados a uma fonte elétrica, a qual ¢, por exemplo, formada sobre o
filme, por exemplo por uma tecnologia de impresséo.

A camada de compensagdo de espessura pode permitir obter
uma estrutura sensivelmente planar na presenga do chip e do ou dos
dispositivos eletronicos anexos e/ou da fonte elétrica.

O filme pode ser isolante elétrico pelo menos na proximidade
do chip e/ou de sua antena dependendo do caso, para ndo danificar o
funcionamento do chip. No entanto, o filme e/ou a camada de compensagdo
de espessura e/ou a camada de adesivo eventual pode apresentar propriedades
antiestaticas, por exemplo gragas a uma condutividade elétrica suficiente para
evacuar as cargas elétricas.

O chip é por exemplo fixado por colagem ou soldagem sobre o
filme ou impresso sobre este ultimo. Pode ser do mesmo modo para o ou 0s

dispositivos eletronicos anexos.
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A antena pode ser filar, sendo por exemplo fixada por
termocompressdo no filme. A antena pode ainda ser impressa sobre o filme,
transferida ou gravada. Pelo fato de que ela flexivel, pois obtida por exemplo
pelo menos parcialmente em um polimero e/ou com uma pequena espessura,
por exemplo de acordo com a técnica CIRCONFLEX descrita no artigo
EMPC pré-citado, o chip se revela menos fragil que os chips espessos
convencionais de silicio e pode aceitar uma certa curvatura, que lhe permite
ser suportado pelo filme apesar da flexibilidade deste ultimo. Além disso, o
chip corre risco menor de danificar o filme.

De preferéncia, o chip ¢ realizado de maneira a ser capaz de
sofrer uma flexdo (em compressdo) segundo um raio de curvatura de 3 mm,
melhor 2 mm, ainda melhor 1 mm, ou mesmo 0,75 mm, sem sofrer
degradagio que o impeca de funcionar.

O chip CIRCONFLEX divulgado no artigo pré-citado ¢€
anunciado como podendo sofrer uma flexdo (em compressdo) segundo um
raio de curvatura de 0,7 mm, sendo ao mesmo tempo operacional.

Os materiais utilizados para realizar o chip e o filme podem
dependendo do caso apresentar indices dpticos proximos, o que pode tornar a
localizago visual do chip menos facil.

Vantajosamente, a camada compensadora de espessura recobre
o filme pelo menos em torno de todo o chip e apresenta uma espessura de
preferéncia pelo menos sensivelmente igual aquela do chip.

Assim, o chip pode nfo gerar nenhum sobreespessura sensivel
quando o filme de laminag&o ¢é fixado sobre o substrato ou estrutura a laminar.

Além disso, a pequena espessura do chip combinada com a
presenga da camada compensadora de espessura pode permitir evitar realizar
no filme ou no artigo uma cavidade que permite acolher parcialmente pelo
menos o chip, o que facilita a fabricag&o.

A utilizagdo do filme de laminagdo pode se encontrar -
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simplificada. A presenga da camada compensadora de espessura permite
eventualmente o armazenamento em rolo do filme de laminagéo.

A invenc¢do convém muito particularmente aos filmes de
laminag&o nos quais o filme € destinado a ser colado sobre um documento de
identidade tal como um passaporte ou para fazer parte de um documento de
identidade tal como uma carteira de identidade, o filme de laminag¢&o sendo
por exemplo destinado a proteger mengdes variaveis. O filme de laminagéo
pode ser termolacrado.

Quando o filme de laminagdo é destinado a ser fixado sobre
um documento, a camada compensadora de espessura € vantajosamente
adesiva, sendo por exemplo adesiva a frio ou em variante a quente somente.
Quando a camada compensadora de espessura ¢ adesiva apenas a quente, o
pré-posicionamento do filme sobre o artigo a recobrir pode encontrar
facilidade.

A camada compensadora de espessura pode ainda ser ndo
adesiva e ser recoberta por uma camada de um adesivo, o qual pode
eventualmente ser adesivo apenas a quente.

O filme de laminacdo pode ainda, por exemplo, ser destinado a
ser complexado sobre papel ou cartdo para a producdo de estojos dobraveis,
caixas montadas ou para a realizagdo de embalagens flexiveis, o filme de
laminagdo pré-citado sendo, por exemplo, laminado com outros filmes.

O filme de laminag@o pode se apresentar sob forma de rolo de
filme pronto para ser laminado sobre a estrutura ou o substrato a laminar, por
exemplo, a quente. Os chips e as antenas eventuais poderdo previamente ser
fixados sobre uma face interna do filme por exemplo a espagos regulares.

O filme de laminagdo pode ainda ter sido recortado em um
formato adaptado ao substrato ou a estrutura a recobrir.

A invengdo tem ainda por objeto, de acordo com um outro de

seus aspectos, um artigo que comporta filme de laminac¢do tal como foi
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Quando o artigo ¢ um material em folha, notadamente um
documento, o artigo pode comportar uma folha de papel sobre a qual o filme
de laminagdo € colado.

O artigo e o filme de laminagdo podem ser desprovidos de
recessos que recebem pelo menos parcialmente o chip.

O filme de laminagdo pode ser destinado a recobrir
inteiramente uma face de um documento.

O chip pode apresentar uma espessura inferior ou igual a 15
um, melhor 12,5 pm, por exemplo de aproximadamente 10 pm pelo menos,
notadamente quando realizada de acordo com o processo CIRCONFLEX pré-
citado.

A invengdo tem ainda por objeto, de acordo com outro de seus
aspectos, um filme de laminagdo pelo menos parcialmente transparente,
comportando um chip flexivel.

A invengdo tem ainda por objeto, de acordo com outro de seus
aspectos, um filme de laminagdo que comporta:

- um filme flexivel pelo menos parcialmente transparente,

- um chip realizado por impressdo sobre uma face do filme
transparente,

- uma camada de adesivo que permite a fixa¢do do filme sobre
um artigo.

A invenc¢do tem ainda por objeto, de acordo com outro de seus
aspectos, um filme de embalagem sobre o qual € fixado pelo menos um chip.

Um tal filme pode ser termoretratil, por exemplo.

O filme, de acordo com este aspecto da inven¢do, ndo tem
necessariamente camada de compensag¢do de espessura, embora preferivel
para facilitar notadamente o acondicionamento em bobina, e pode néo ser

transparente.
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O chip pode ser tal como definido acima ou outro.

Tal filme de embalagem pode aumentar a seguranca e facilitar
a rastreabilidade.

O chip pode ser colado ao filme.

A invengdo tem ainda por objeto um processo de tornar seguro
e/ou rastrear um artigo, notadamente um documento, no qual:

- fixa-se sobre o artigo um filme de laminag¢do tal como
definido acima.

A inveng@o podera ser melhor compreendida pela leitura da
descri¢do detalhada que seguird, de exemplos de execug¢do ndo limitativos
desta ultima, e pelo exame do desenho anexo, no qual:

- a figura 1 € um corte esquematico de um filme de laminagéo
conforme a invengao,

- a figura 2 é uma vista analoga a figura 1 de uma variante de
realizacdo,

- a figura 3 ilustra a fixac¢do do filme de laminacdo da figura 1
sobre um artigo,

- a figura 4 é um corte esquematico de uma variante de
execugdo da invengio,

- a figura 5 ilustra a utilizagdo do artigo da figura 4 para
proteger mengdes varidveis,

- a figura 6 representa uma caixa que comporta um filme de
acordo com a invengao,

. - a figura 7 representa uma variante de filme, e

- a figura 8 representa um filme de embalagem de acordo com
um outro aspecto da invengao.

Nas figuras, as proporg¢des relativas ndo foram respeitadas,
com uma preocupagdo de clareza do desenho.

Foi representado na figura 1 um filme de laminagdo 1 que
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comporta um filme 2, por exemplo em um material plastico transparente. O
filme 2 traz sobre uma face uma camada de adesivo 3 e um chip 4, por
exemplo de polimero, notadamente polimero semicondutor e/ou organico ou
de base mineral, de silicio, suficientemente fina.

No exemplo da figura 1, a camada de adesivo 3 serve nio
somente para a fixagdo do elemento de seguranga sobre um artigo 5, como
ilustrado na figura 3, mas também de camada compensadora de espessura, a
espessura da camada 3 sendo sensivelmente igual, ou mesmo superior, aquela
do chip 4.

Assim, a camada de adesivo 3 pode proteger o chip 4 dos
choques ou das pressdes exercidas durante uma impressdo eventual do filme 2
por exemplo, ou durante o tratamento do artigo 5 que € revestido dela.

O artigo 5 € por exemplo uma pagina de um passaporte ou
qualquer outro documento de seguranca, tal como uma insignia ou um
documento de identidade. O artigo 5 pode ser também uma caixa dobrada ou
um estojo dobravel, entre outros.

O artigo 5 pode comportar qualquer meio de seguranga
conhecido tal como notadamente uma impress@o com tintas opticamente
varidveis ou termocrdmicas, relevos holograficos, uma metaliza¢do pelo
menos parcial, tintas reativas por mudanga de cor no caso de ataque, tintas
transferiveis e ndo transferiveis para evidenciar tentativas de destacamento,
para citar apenas alguns exemplos. O filme pode veicular itens de seguranga
tradicionais de forma a permitir sua autenticagdo ou impressGes visuais para
sué personalizagdo.

Chip

O chip 4 permite por exemplo uma leitura e/ou uma escrita de
dados sem contato, por acoplamento indutivo. O chip 4 pode comportar para
esse efeito uma antena integrada. Em variante, o chip 4 pode estar ligado

eletricamente a uma antena distinta, esta antena por exemplo trazida pela face
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interna do filme 2. A antena é por exemplo filar ou realizada por serigrafia ou
por outra técnica de impresséo sobre o filme 2.

Naturalmente, ndo se sai do quadro da presente inveng#o
quando a antena for realizada de outro modo ainda, sendo, por exemplo, néo
ligada eletricamente ao chip 4 mas acoplado indutivamente a este tltimo, ou
quando o chip ndo comporta antena.

O chip 4 pode comportar por¢des condutoras, semicondutoras

ou isolantes, em material(is) organico(s) ou inorgénico(s), realizando por

exemplo fungdes de diodo ou de transistor, de resisténcia, de capacidade, de

sal, e/ou uma fun¢do memorizagdo de informagdes.

O chip 4 pode notadamente comportar um circuito integrado
que compreende um poliméro orgdnico escolhido por exemplo dentre os
polimeros conjugados, como descrito na publicagdo WO 99/54842.

O polimero orgénico pode ser escolhido por exemplo dentre o
pentaceno oligomérico, o poli(tienileno vinileno) ou os poli-3-alquiltiofeno.

A empresa alemd PolyIC, entre outras, realiza chips cbm
polimero semicondutor que podem ser utilizados. O chip ¢, por exemplo,
inteiramente polimérico sobre base poliéster, o circuito sendo realizado por
impressao.

O chip € por exemplo de tecnologia dita TFTC (Thin Film
Transistors Circuits).

O chip pode ser impresso sobre o filme 2 e ser encapsulado ou
ndo, a fim notadamente de que alguns de seus constituintes sejam protegidos
do ar ambiente.

A utilizagdo de um chip com polimero semicondutor pode
notadamente permitir ter uma espessura para o chip 4 relativamente pequena,
por exemplo, inferior ou igual a 20 um.

O chip 4 pode comportar um filme flexivel que suporta os

circuitos do chip, notadamente um filme polimérico, por exemplo um filme
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poliimida. O chip 4 pode ainda ser realizado de acordo com o pedido EP
1.494.167.

O chip 4 pode assim ser realizado por exemplo de acordo com
o processo CIRCONFLEX, no qual o circuito é realizado sobre um wafer SOI
e recoberto por um filme de poliimida, e depois destacado do wafer SOI a fim
de ser suportado pelo filme de poliimida.

Qualquer que seja a maneira como o chip € realizado, a
utilizagdo de um chip flexivel permite, gracas a flexibilidade do chip 4,
armazenar mais facilmente o elemento de seguranga em rolo antes da
utilizagdo.

Indices de refragdo préximos do chip 4 e do filme 2 sdo
suscetiveis de tornar o chip mais dificil de se detectar visualmente, mas o chip
4 pode ser realizado sem apresentar um indice de refragdo préximo daquele
do filme.

O chip 4 pode ser fixado ou depositado de diversas maneiras
sobre o filme 2 e notadamente por colagem, soldagem ou impressdo.

O filme pode comportar, como ilustrado na figura 7, pelo
menos um dispositivo eletronico anexo 20 que pode ou ndo transmitir ou
trocar dados com o chip.

Este ou estes dispositivos eletronicos anexos 20 podem
funcionar independentemente quando por exemplo expostos a uma radiagéo
eletromagnética ou receber sua energia de uma fonte elétrica 21 que pode ser
trazida pelo filme 2,‘ por exemplo uma fonte elétrica realizada por uma
tecnologia de impressao.

O ou os dispositivos eletronicos anexos 20 podem estar ligados
por condutores elétricos 22 a fonte elétrica 21.

O ou os dispositivos eletronicos anexos sdo por exemplo
escolhidos dentre os sensores, por exemplo, sensiveis a pressdo, temperatura,

umidade, luz, condutividade, ou podem ser sensiveis a pelo menos uma
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condi¢do externa, por exemplo a presenga de um gas ou de um liquido ou de
um composto particular ou uma a agfo, por exemplo a abertura de uma
embalagem ou a exposi¢do a luz ou ao oxigénio do ar. Pode se tratar de
biossensores.

O ou os dispositivos eletronicos anexos podem comportar um
sensor capacitivo para detectar a presenga de uma pessoa nas proximidades. O
chip pode ser arranjado para provocar a exibi¢do, por exemplo, por meio de
um dispositivo de exibi¢do trazido pelo filme ou ndo, de informagdes por
exemplo de natureza comercial. O dispositivo de exibi¢do pode estar ligado
pof uma ligagdo filar ou ndo um sensor, dependendo do caso.

O ou os dispositivos eletrdnicos anexos podem transmitir
informag¢Ges com o chip 4 que pode, por exemplo, memorizar 0os mesmos com
o propdsito de uma leitura posterior por um dispositivo de leitura adaptado.

Isso pode permitir, por exemplo, informar sobre o histérico do
artigo apos uma detecgdo pré-definida revestida do filme, por exemplo, as
condi¢gbes de armazenamento ou de transporte. Isso pode ser 1util, por
exemplo, para verificar que certas condi¢des foram bem preenchidas até que o
artigo seja proposto aos consumidores.

O ou os dispositivos eletronicos anexos podem ainda
comportar pelo menos um dispositivo de exibi¢gdo, por exemplo
eletroluminescente, LED ou OLED ou com cristais liquidos.

Camada de adesivo

A camada de adesivo 3 pode, dependendo do caso, contribuir
pelo menos para parte de manutengdo do chip 4 sobre o filme 2.

A camada de adesivo 3, por exemplo, ¢ formada por um
adesivo que apresenta uma aderéncia a frio ou a quente.

No caso de um adesivo que apresenta uma aderéncia a frio, a
camada de adesivo 3 pode ser recoberta antes da utilizagdo por uma pelicula

de protecdo removivel, por exemplo um papel siliconado.
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A camada de adesivo 3 é por exemplo um adesivo acrilico.

Filme

O filme pode ser realizado em um material plastico estiravel
ou ndo, por exemplo, poliéster, polipropileno ou poliuretano, este ultimo
material podendo ser preferido notadamente quando o filme € fino, por
exemplo, de espessura inferior ou igual a 100 pm, em particular a 50 pm.

A espessura do filme pode ainda ser menor, por exemplo,
inferior ou igual a 15 pm, ou mesmo a 12 um.

O filme pode igualmente ser de polipropileno orientado (OPP),
em um acetato de celulose ou em uma poliamida, como por exemplo o
Nylon®.

O filme pode comportar, sobre sua face 6 recoberta pelo
elemento de seguranga 1, impressdes, por exemplo de mengdes varidveis.

O filme pode comportar em superficie um revestimento, por
exemplo, um verniz, facilitando sua personalizago, gragas a impressdes por
exemplo.

O filme pode ainda ter sofrido em superficie um tratamento
que aumenta seu imprimabilidade.

O filme pode apresentar propriedades antiestaticas.

Pode se mostrar vantajoso, para numerosas aplicagdes, que o
filme seja visualmente pelo menos transparente.

O filme pode vantajosamente apresentar uma resisténcia aos
arranhdes gracas a uma camada especial antiabras3o.

No caso onde o filme serve para de lamina¢do a um material
em folha, notadamente um documento, o filme pode ser por exemplo em
poliéster tereftalato extrudado, por exemplo, com uma espessura
compreendida entre 50 e 60 pm.

No caso notadamente de um filme adaptado a laminagdo a

quente, este Gltimo € por exemplo de PET recoberto de um adesivo ativavel a
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quente e trazendo o chip. Tal filme pode ser destinado a ser laminado a quente
sobre um cartdo durante a laminagao.

Quando o filme € destinado a laminagéo a frio, por exemplo
um filme de PE tratado (por efeito corona ou com um primario de ligagdo),
trazendo o chip, este ultimo pode ser destinado a ser laminado sobre um
cartdo durante laminagio com uma cola liquida acrilica.

Pode se tratar ainda de um filme em PET recoberto de um
adesivo acrilico sensivel a pressdo, destinado a ser laminado sobre o substrato
a recobrir por passagem ehtre rolos ou com a palma da m3o.

Nos dois casos de laminagdo a quente e a frio, uma alta
pressdo € exercida durante a laminagdo € a camada de compensagdo em
espessura permite evitar que o chip seja modificado pela pressdo aplicada.
Esta compensagdo em espessura pode ser introduzida pelo menos em parte, ou
mesmo inteiramente, por um adesivo se ele ja esta presente sobre a estrutura
(é possivel no caso da laminagdo a quente notadamente) ou por uma camada
de compensagdo ndo adesiva (caso da laminacéo a frio).

Tais filmes compensados em espessura podem oferecer uma
estrutura final planar, ao mesmo tempo duravel e estética.

Camada de compensacio

A camada de compensagdo de espessura pode ser a camada de
adesivo como mencionado acima ou pelo menos uma camada ndo adesiva.

Foi representado na figura 2 uma variante de realizagdo na
qual a compensag@o de espessura € assegurada principalmente por uma
camada interna 7, intermediaria entre a camada de adesivo 3 e o filme 2, a
camada interna 7 sendo, por exemplo, formada por um material sem
propriedades adesivas.

Dependendo do casé, o filme de laminagdo pode ser solidario,
antes de sua fixagdo sobre a estrutura ou substrato a laminar, de um suporte ao

qual o filme adere pela sua face oposta aquela que recebe o chip. A adesdo do
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filme ao suporte é suficientemente fraca para permitir uma separagdo sem
danifica¢do do filme de laminag3io. A forca de aderéncia entre o filme e o
suporte é assim menor que aquela da camada de adesivo sobre o artigo. O
suporte € por exemplo um filme de poliestireno.

O filme de laminagdo 1 pode formér uma bolsa e comportar
duas partes la e 1b destinadas a ser rebatidas uma sobre a outra em torno do
artigo de que se deseja proteger as mengdes varidveis, por exemplo, um
documento de identidade, como ilustrado nas figuras 4 e 5.

Na figura 4, vé-se que o chip pode estar ligado a uma antena 8
presente sobre a face interna de uma das abas do filme 2, esta antena sendo,
por exemplo, uma antena impressa ou filar.

Quando o elemento de seguranga recobre o artigo 5, as bordas
10 do filme 2 podem se juntar em torno do documento 5, como ilustrado na
figura 5, o filme 2 sendo,por exemplo, termolacrado em sua periferia.

O filme pode ainda ser realizado com linguetas dobradas a
maneira de um protetor de documento, permitindo encaixar cada uma das
linguetas dobradas uma das abas do documento, o filme podendo se dobrar
acompanhando o dobramento do documento sobre ele mesmo.

O filme pode neste caso ser colado ou ndo ao documento.

A invengdo ¢ aplicavel n3o somente a seguranga de
documentos oficiais, notadamente de identidade, mas igualmente a
rastreabilidade e a autentificacdo de artigos diversos tais como por exemplo
embalagens, livros, a laminagdo de objetos,...

O filme de acordo com a inveng@o pode ser tutil por exemplo
para a seguranga e rastreabilidade das embalagens notadamente de cosméticos
ou perfumes, ou livros. A laminagdo pode ser realizada notadamente por
laminag¢do a quente com a embalagem ou a capa do livro.

Obras de uma biblioteca podem por exemplo comportar capas

de prote¢do constituidas por um filme de lamina¢do de acordo com a
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invencao.

O chip do filme de laminagdo pode por exemplo trocar dados
com um sistema que permite registrar de maneira automatica a saida e o
retorno das obras.

Foi representada na figura 7 uma caixa 30 em cartdo por
exemplo formada por dobramento de uma folha sobre uma face da qual o
filme de laminagdo foi colado a fim de obter uma embalagem mais atrativa,
por exemplo. |

A presenga do chip 4 sobre o filme pode por exemplo permitir
ao consumidor interrogar este ultimo para obter informagdes sobre o produto
contido na embalagem.

Pode por exemplo tratar-se de um modo de emprego ou de
uma posologia a respeitar, no caso de um medicamento. |

O chip 4 pode ainda ser utilizado para a rastreabilidade e/ou a
seguranca da embalagem.

O filme pode ser arranjado de tal modo, por exemplo, que a
abertura da embalagem possa ser detectada interrogando o chip, esta abertura
tendo, por exemplo, agido sobre um dispositivo eletrénico anexo trazido pelo
filme, por exemplo um condutor elétrico, ou tendo sido detectado por um
sensor de abertura.

De acordo com um outro de seus aspectos, podendo ser
independente ou combinado ao que precede, a invencdo tem ainda por objeto
um filme de embalagem que se apresenta, por exemplo, sob forma de uma
bainha termo-retratil como ilustrado na figura 8, a qual por exemplo €
acondicionada em rolo e pode portar um chip 4 que é, por exemplo, tal como
definido precedentemente ou pode ser outro, notadamente ser um chip
convencional a base de silicio.

O filme de embalagem 40 é, por exemplo, de um material

termo-retratil ou n3o.
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No caso de uma embalagem, o chip pode conter informag¢des
relativas ao objeto contido na embalagem.

A expressdo «comportando um» deve ser compreendida como
sendo sindnima de «comportando pelo menos um», exceto quando o contrario

for especificado.
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REIVINDICACOES

1. Filme de laminagdo caracterizado pelo fato de que

comporta:

- um filme flexivel, pelo menos parcialmente transparente,

- um chip flexivel, fixado sobre uma face do filme,

- uma camada compensadora de espessura, recobrindo o filme
pelo menos parcialmente em torno do chip.

2. Filme de acordo com reivindicagdo 1, caracterizado pelo

fato de que o chip € um chip de polimero.

3. Filme de acordo com a reivindicagdo 2, caracterizado pelo

fato de que o chip comporta um polimero semicondutor e/ou orgénico.

4. Filme de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo
fato de que o chip € mineral.

5. Filme de acordo com a reivindicagdo 4, caracterizado pelo

fato de que o chip ¢ a base de silicio.

6. Filme de acordo com reivindicagdo 1, caracterizado pelo

fato de que o chip € um chip fino.

7. Filme de acordo com reivindicagdo 6, caracterizado pelo

fato de que a espessura do chip € inferior ou igual 20 pum.

8. Filme de acordo com a reivindicagdo 7, caracterizado pelo

fato de que a espessura do chip é inferior ou igual a 15 pm.

9. Filme de acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pelo

fato de que o chip comporta um circuito suportado por um filme de polimero.

10. Filme de acordo com a reivindicacdo 9, caracterizado pelo
fato de que o filme de polimero comporta a poliimida. |

11. Filme de acordo com qualquer reivindicagdo precedente,

caracterizado pelo fato de que a camada compensadora de espessura recobre o
filme todo em torno do chip.

12. Filme de acordo com qualquer uma das reivindicagGes
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precedentes, caracterizado pelo fato de que a espessura da camada

compensadora € pelo menos sensivelmente igual aquela do chip.

13. Filme de acordo com qualquer uma das reivindicagGes

precedentes, caracterizado pelo fato de que a camada (3) compensadora de
espessura ¢ adesiva a frio.
14. Filme de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a

12, caracterizado pelo fato de que a camada (3) compensadora de espessura €

adesiva a quente.
15. Filme de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a

12, caracterizado pelo fato de que a camada (7) compensadora de espessura €

ndo-adesiva e recoberta por uma camada de adesivo (3) a frio ou a quente.
16. Filme de acordo com qualquer das reivindicagdes

precedentes, caracterizado pelo fato de que o filme (2) é realizado em um

material plastico estiravel.
17. Filme de acordo com qualquer uma das reivindicagbes 1 a

16, caracterizado pelo fato de que o filme ¢ pelo menos parcialmente

visualmente transparente.
18. Filme de acordo com qualquer reivindicagéo precedente,

caracterizado pelo fato de que a espessura do filme € inferior ou igual a 100

pm.

19. Filme de acordo com a reivindicagdo 18, caracterizado

pelo fato de que a espessura do filme € superior ou igual a 50 pm.
20. Filme de acordo com qualquer uma das reivindicagdes

precedentes, caracterizado pelo fato de que ele comporta pelo menos um

dispositivo eletronico anexo.

21. Filme de acordo com a reivindicagdo 20, caracterizado

pelo fato de que ele comporta um dispositivo de exibi¢do e/ou sensor e/ou
uma fonte elétrica.

22. Filme de acordo com qualquer uma das reivindicagdes
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precedentes, caracterizado pelo fato de que o chip € realizado de modo a ser

capaz de sofrer uma flexdo segundo um raio de curvatura de 3 mm sem sofrer
degradacdo que o impega de funcionar.

23. Filme de acordo com qualquer uma das retvindicag¢des

_precedentes, caracterizado pelo fato de que o chip ¢ realizado de modo a ser

capaz de sofrer uma flexdo segundo um raio de curvatura de 2 mm sem sofrer
degradagdo que o impega de funcionar.
24. Filme de acordo com qualquer das reivindicagdes

precedentes, caracterizado pelo fato de que o chip € realizado de modo a ser

capaz de sofrer uma flexdo segundo um raio de curvatura de 1 mm sem sofrer
degradacdo que o impega de funcionar.
25. Filme de acordo com qualquer das reivindicagdes

precedentes, caracterizado pelo fato de que o chip € realizado de modo a ser

capaz de sofrer uma flexdo segundo um raio de curvatura de 0,75 mm sem
sofrer degradacdo que o impeca de funcionar.

26. Artigo caracterizado pelo fato de que comporta um filme

de laminacdo tal como foi definido em qualquer uma das reivindica¢des
precedentes.

27. Artigo de acordo com a reivindicagdo 26, caracterizado

pelo fato de que o filme é colado sobre uma face que apresenta uma
impressﬁo.

28. Artigo de acordo com a reivindicagdo 27, caracterizado

pelo fato de que a impressdo comporta uma impressdo de mengdes variaveis.
29. Artigo de acordo com uma das reivindica¢des 22 ou 23,

caracterizado pelo fato de que o artigo e o filme sdo desprovidos de recessos

que recebem pelo menos parcialmente o chip (4).
30. Artigo de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 26

a 29, caracterizado pelo fato de que o filme define pelo menos inteiramente

uma face externa do artigo.
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31. Artigo de acordo com qualquer uma das reivindicag¢des 26

a 30, caracterizado pelo fato de que o filme define a totalidade da superficie

externa do artigo.
32. Artigo de acordo com qualquer uma das reivindicag¢des 26

a 31, caracterizado pelo fato de que ele comporta um material em folha sobre

o qual é fixado o filme de laminag8o, notadamente um documento tal como
um livreto ou um documento de identidade ou de seguranga, uma embalagem
ou um livro.

33. Processo de tornar seguro e/ou de rastrear um artigo,

caracterizado pelo fato de que:

- adiciona-se ao artigo um filme de laminagdo de acordo com
qualquer uma das reivindicagdes 1 a 17.

34. Processo de acordo com a reivindicagdo 33, caracterizado

pelo fato de que o artigo é um documento, livro ou embalagem.
35. Processo de tornar seguro e/ou de rastrear um artigo,

caracterizado pelo fato de que: se fixa por colagem sobre o artigo um filme de

laminag@o de acordo com qualquer das reivindicagdes 1 a 17.

36. Processo de acordo com reivindicagdo 35, caracterizado

pelo fato de que o artigo é um documento, livro ou embalagem.
37. Processo de tornar seguro e/ou de rastrear um artigo,

caracterizado pelo fato de que: fixa-se sobre o artigo filme de laminagdo de

acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a 17 por termo-selagem na
periferia do filme.

38. Processo de acordo com reivindicagdo 37, caracterizado

pelo fato de que o artigo é um documento, livro ou embalagem.
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‘ RESUMO
“FILME DE LAMINACAO, ARTIGO E PROCESSO DE TORNAR
SEGURO E/OU DE RASTREAR UM ARTIGO”
A presente invengdo se refere a um filme de laminagdo que
comporta: um filme flexivel, pelo menos parcialmente transparente, um chip
flexivel, fixado sobre uma face do filme, uma camada compensadora de

espessura, recobrindo o filme pelo menos parcialmente em torno do chip.
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